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(54) THIẾT BỊ ÉP VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BẢNG MẠCH
(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị ép và phương pháp ép để làm giảm sự nhô ra của bộ phận 
truyền nhiệt lắp trong bảng mạch. Thiết bị ép (1) được tạo kết cấu để lắp bộ phận truyền 
nhiệt (11) trong lỗ thông (12) được tạo ra trong bảng mạch (10) bao gồm: phần đế (3) trên 
đó đặt bảng mạch (10); bộ phận đi lên/đi xuống (4) được bố trí để có thể đi lên và đi xuống 
cân xứng với phần đế (3) và được tạo kết cấu để tiếp giáp với và nén bộ phận truyền nhiệt 
(11) trong quá trình ép; và kết cấu lò xo (5) được tạo kết cấu để đẩy bảng mạch (10) vào 
phần đế (3) trước khi bộ phận đi lên/đi xuống (4) tiếp giáp với bộ phận truyền nhiệt (11).
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